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プリント基板設計への誘い 北神 雄太

脱ブレッドボード!
煩雑な配線や壊れやすい基板から脱却しよう

作りながら学ぶ!
プリント基板設計       入門超

ソフトウェア・ 
エンジニア

向け

第1回

　最近の電子回路基板では，写真1に示すような表
面実装タイプの部品がよく使われています．部品か
らリード線の伸びているDIP（Dual-in-line package）
部品と比べると，はんだ付けが難しいので，試作時
には使用を避ける場合があると思います．
　しかし，今どきの電子部品は表面実装タイプが一
般的であり，DIPタイプのパッケージが用意されて
いないケースもあります．本稿では，表面実装部品
に苦手意識がある人にもお勧めできる，はんだ付け
のテクニックをいくつか紹介します． （編集部）

　本稿では，試作や電子工作の際に，特殊な工具や難
しい技術がなくても実践できる，表面実装部品のはん
だ付け方法を紹介します．ただし，今回紹介する方法
は手軽に実践できますが，部品を壊す可能性もあるの
で，必ずしも最適とは言えないかもしれません．実際
に試す場合は，自己責任でお願い致します．

テクニック①… 
チップ部品のはんだ付け

　初に，抵抗とコンデンサなどによく使われる1608
（1.6×0.8mm）のチップ部品をはんだ付けする方法を
紹介します．
　1608サイズのチップ部品は，図1（a）のように部品
をパッドの上に置き，片側ずつはんだ付けする方法が
一般的です．しかし，この方法をうまくやるには，は
んだこてのこて先を変えたり，フラックスを塗布した
りなど，いろいろな技を使う必要があります．
　ここでは，不器用な筆者でも実践できる方法とし
て，両側にはんだを乗せる方法を紹介します．

● はんだ付けの手順
図1（b）のように，はんだこてにはんだを盛って，

チップ部品の両側パッドにはんだが乗るよう，こて先
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特殊な工具や難しい技術は不要!

表面実装部品の
ラクラクはんだ付け術

写真1　今回やること…表面実装部品を楽にはんだ付けするテク
ニックを紹介する

ソフトウェア・エンジニアのための電子工作講座

図1　テクニック①…抵抗やコンデンサなどチップ部品のはんだ付け
1608（1.6×0.8mm）サイズの部品のはんだ付け

（a）一般的な方法…片側ずつ
はんだ付けする方法

（b）楽にはんだ付けできるテクニック…両側にはんだを乗せる方法
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両側をあたためる

上から見た様子
上から見た様子

横から見た様子 横から見た様子

両側にはんだを盛って，両方を上手くこて先で温め，部品
が浮いて泳ぐようにする．
その後，こて先を横にスッと引くと部品が定位置に移動し，
盛り過ぎたはんだも少しこて先についてくる

こて

片側ずつ
はんだ付け
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